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前言

　　挠性印制电路（FPC）作为一种特殊的电子互连技术，有着十分显著的优越性。
它具有轻、薄、短、小、结构灵活的特点，除可静态弯曲外，还能作动态弯曲、卷曲和折叠等。
挠性印制电路是当今最重要的互连技术之一，几乎每一类电子产品中都有其应用，包括从简单的玩具
和游戏机到手机和计算机再到高复杂的宇航电子仪器等，可以肯定地说你所拥有的产品中有许多是利
用挠性印制电路来进行电子互连的。
　　挠性印制电路是现代电子互连技术中出现最早的技术之一，早在1898年发表的英国专利中记载有
在石蜡纸基板上制作的平面导体。
几年后托马斯·爱迪生在与助手的实验记录中描述的概念使人联想到现在的厚膜技术。
在20世纪的前半个世纪，科研工作者设想和发展了多种新的方法来使用挠性电子互连技术，直到用于
汽车仪表盘仪器线路的连接，才推动了挠性印制电路的批量生产。
80年代电子产品的急速发展，对挠性印制电路的需求大幅度地扩大，特别是在通信产品、视频产品、
个人电脑和外围产品以及办公设备等范围的实际应用。
20世纪80年代末到90年代初期间，许多挠性印制电路生产厂都开发出了新的产品，提高了生产效率、
降低了成本、节约了能源，促进了挠性印制电路技术的高速发展。
近年来高密度互连（HDI）趋势在挠性印制电路上兴起，而顺应此发展的最显著地方便是间距走向更
密集，HDI挠性印制电路的高速成长，且芯片直接在挠性板上封装（COF）将取代带式自动接合技术
（TAB）封装，挠性印制电路将有更广泛的应用。
　　早期挠性印制电路主要应用在汽车仪表、小型或薄形电子机构及刚性PcB间的连接等领域。
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内容概要

挠性印制电路是目前最重要的电子互连技术之一。
本书主要介绍挠性印制电路基础、挠性印制电路材料、挠性印制电路设计、挠性印制电路的制造工艺
、高密度挠性印制电路及挠性印制电路的性能要求。
    本书可供从事挠性印制电路研究的科技人员参考。
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章节摘录

　　图4.25（c）中采用环氧玻璃布半固化片黏结有覆盖层的挠性内层。
由于环氧树脂与聚酰亚胺薄膜的结合力较差，因此在安装和使用过程中，易产生内层分层的现象。
可以通过在环氧玻璃布与聚酰亚胺之间加一层丙烯酸胶增加其结合力，这样做的结果是又引进了丙烯
酸，而且还增加了生产的复杂性，因此这种结构不宜采用。
　　图4.25（d）中取消了覆盖层，内层的黏结全部采用环氧玻璃布半固化片或环氧玻璃布作增强材料
的丙烯酸。
挠性覆铜箔基材在表面的铜被蚀刻掉后露出的是一层丙烯酸胶，因而它与环氧的结合力非常好。
同时，由于环氧材料的大量引入大大降低了整个刚挠结合印制电路的热膨胀系数，因此大大提高了金
属化孔的可靠性。
由于去掉了大量的覆盖层，这种印制电路在高温工作环境下会变软，其挠性段更是如此，因此要增加
一个加固板。
　　图4.25（e）是用聚酰亚胺层压板代替环氧层压板，可以改善刚挠结合印制电路的耐高温性。
　　图4.25（a）～（e）中，除了（c）不宜采用之外，制造商可以根据自己的设备和技术情况以及刚
挠结合印制电路的应用要求来确定刚挠结合印制电路的结构。
　　近来，国外的制造商突破传统的层压方法，正在尝试一种大胆的覆盖层部分层压法。
这种方法具有显而易见的优点：保留了图4.25（a）中结合力好的优点，同时也克服了热膨胀大的缺点
。
这种层压法的结构示意图如图4.26所示。
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